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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　立方晶窒化ホウ素粒またはダイヤモンド粒からなる超砥粒と骨材とが、ビトリファイド
ボンド中に含有されたビトリファイドボンド砥石において、
　前記骨材は、多孔質セラミックスと、該多孔質セラミックスの孔を塞ぐ物質とからなり
、
　該物質は、前記多孔質セラミックスより脆く、かつ前記ビトリファイドボンドの焼成温
度によって消失しない物性を有することを特徴とするビトリファイドボンド砥石。
【請求項２】
　請求項１において、前記物質を、前記多孔質セラミックスの孔内に充填することにより
、前記多孔質セラミックスの孔を塞ぐようにしたビトリファイドボンド砥石。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、砥石中に砥粒よりも強度の低い骨材を混入することにより、研削抵抗を低減
できるようにしたビトリファイドボンド砥石に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　研削砥石において、研削時の研削抵抗を減少させるために、結合剤中に砥粒よりも強度
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の低い骨材を混入することにより、砥粒間隔を大きくした（砥粒の集中度を低下させた）
ものが知られている。骨材としては、例えば、特許文献１に記載されているように、破砕
されやすく、被研削材と擦り合わない多孔質セラミックスが用いられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－８３０３６公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載のものにおいては、砥粒と骨材とを結合する結合剤の
種類によっては、結合剤の焼成時に、融解した結合剤が多孔質セラミックス孔内に浸入す
ることがある。このものにおいては、多孔質セラミックス孔内に浸入した結合剤が冷却に
よって硬化するため、研削時に多孔質セラミックスが破砕し難くなって被研削材との擦り
が発生し、研削焼けを生じたり、研削抵抗を低減するうえでの妨げとなる問題がある。
【０００５】
　本発明は、上述した従来の問題を解消するためになされたもので、多孔質セラミックス
の孔を、多孔質セラミックスよりも脆く、かつビトリファイドボンドの焼成温度によって
も消失しない物質によって塞ぐことにより、多孔質セラミックス孔内へのビトリファイド
ボンドの浸入を抑制し、しかも、研削時における多孔質セラミックスの破砕を促進できる
ビトリファイドボンド砥石を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するため、請求項１に係る発明の特徴は、立方晶窒化ホウ素粒または
ダイヤモンド粒からなる超砥粒と骨材とが、ビトリファイドボンド中に含有されたビトリ
ファイドボンド砥石において、前記骨材は、多孔質セラミックスと、該多孔質セラミック
スの孔を塞ぐ物質とからなり、該物質は、前記多孔質セラミックスより脆く、かつ前記ビ
トリファイドボンドの焼成温度によって消失しない物性を有することである。
【０００７】
　請求項２に係る発明の特徴は、請求項１において、前記物質を、前記多孔質セラミック
スの孔内に充填することにより、前記多孔質セラミックスの孔を塞ぐようにしたことであ
る。
【発明の効果】
【０００８】
　請求項１に係る発明によれば、ビトリファイドボンド砥石に骨材を混入したので、超砥
粒の砥粒間隔が大きくなって、研削抵抗を低減することができ、砥石寿命を増長すること
ができる。しかも、骨材を、被研削材との接触で破砕されやすい多孔質セラミックスと、
多孔質セラミックスの孔を塞ぐ多孔質セラミックスより脆い物質とで構成したので、骨材
と被研削材との擦りによる発熱を抑制でき、研削焼けを防止できるとともに、砥石製造時
にビトリファイドボンドが融解されても、ビトリファイドボンドが多孔質セラミックスの
孔内に浸入することがないので、多孔質セラミックスの孔内に浸入したビトリファイドボ
ンドによって多孔質セラミックスの破砕性が妨げられることがない。
【０００９】
　請求項２に係る発明によれば、物質を、多孔質セラミックスの孔内に充填することによ
り、多孔質セラミックスの孔を塞ぐようにしたので、多孔質セラミックスの孔へのビトリ
ファイドボンドの浸入を容易に阻止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態を示すビトリファイドボンド砥石の全体図である。
【図２】ビトリファイドボンド砥石の砥石層の拡大図である。
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【図３】研削時における砥石層の拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。図１は、ビトリファイドボンド砥
石の全体図であり、図２は、ビトリファイドボンド砥石の研削面付近の組織を示す拡大図
である。
【００１２】
　当該ビトリファイドボンド砥石１０は、図１に示すように、円盤状のコア２１と、この
コア２１の外周に接着剤あるいは焼結によって固着したリング状の砥石層２２とから構成
される。コア２１は、鋼、アルミニウムあるいはチタン等の金属材料、ＦＲＰ（繊維強化
プラスチック）材、セラミックス（普通砥石）、で形成される。砥石層２２は、リング状
に焼成した砥石層２２をコア２１の外周に固着して形成される。あるいは複数の砥石セグ
メントをコア２１の外周に接着してリング状になるように形成してもよい。
【００１３】
　コア２１の中心には、図略の砥石台の砥石軸の軸端に突出する芯合わせボスに嵌合する
中心穴２３が貫設され、中心穴２３の周囲には砥石軸の軸端に開口する螺子孔に螺合する
ボルトが挿通するボルト孔２４が複数形成されている。これらのボルト孔２４にボルトを
挿通し、ボルトを螺子孔に螺入することにより、ビトリファイドボンド砥石１０が砥石軸
に固着される。
【００１４】
　ビトリファイドボンド砥石１０が装着される研削盤には、図略の砥石台とテーブルとが
互いに直交する方向に摺動可能に案内されている。砥石台には、ビトリファイドボンド砥
石１０により研削される被研削材（ワーク）Ｗの長手方向に平行な軸線回りに砥石軸が回
転可能に支持され、砥石台に設置されたモータによって回転駆動されるようになっている
。テーブル上には図略の主軸台および心押台が載置され、これら主軸台と心押台との間に
被研削材Ｗがテーブルの移動方向と平行な軸線回りに回転可能に支持されている。
【００１５】
　砥石層２２は、図２に示すように、例えばＣＢＮ（立方晶窒化ホウ素）砥粒からなる超
砥粒１２と、超砥粒１２よりも強度の弱い骨材１４と、これら超砥粒１２と骨材１４とを
結合するビトリファイドボンド１６とによって構成されている。骨材１４は、多孔質セラ
ミックス１４ａを母体とし、この多孔質セラミックス１４ａの孔を塞いで、ビトリファイ
ドボンド１６の浸入を防止する物質１４ｂによって構成されている。多孔質セラミックス
１４ａの孔を塞ぐ物質１４ｂとしては、骨組みとしての多孔質セラミックス１４ａよりも
脆く、かつビトリファイドボンド１６の焼成温度によっても消失しない物性を有するもの
(例えば、ガラス状カーボン)が用いられる。
【００１６】
　このような骨材１４は、例えば、骨材１４の製造時に、多孔質セラミックス１４ａと上
記物質１４ｂとを混在させて、多孔質セラミックス１４ａを焼成する方法によって、多孔
質セラミックス１４ａの孔を塞ぐことができる。
【００１７】
　ビトリファイドボンド１６は、隣接する超砥粒１２間、隣接する骨材１４間、および隣
接する超砥粒１２と骨材１４間を架橋して結合し、架橋部２０間に気孔１８を形成してい
る。多孔質セラミックス１４ａの気孔率は、例えば、１０％～８０％である。好ましくは
３０％～６０％とすることにより、研削時に破砕を効果的に生じさせ、かつ砥石の構成を
維持する強度を保持することができる。ＣＢＮの超砥粒１２の平均粒径は、例えば１１５
μｍ（＃１７０）であり、多孔質セラミックス１４ａの平均粒径は、例えば１００μｍ（
＃２００）である。この場合、多孔質セラミックス１４ａの平均粒径は、超砥粒１２の平
均粒径の約８７％である。このように、超砥粒１２の粒径に対し、骨材としての多孔質セ
ラミックス１４ａの粒径を７０％～１５０％の範囲とすることにより、骨材として砥石を
構成する強度が維持されることが経験的に把握されており、かかる強度が維持できるのは
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、ビトリファイドボンド１６による架橋部（ブリッジ）２０を多孔質セラミックス１４ａ
が脆弱化させないことによると考えられる。なお、ＣＢＮ砥粒の代わりにダイヤモンド砥
粒を用いることもできる。
【００１８】
　次に、実施の形態にかかるビトリファイドボンド砥石１０の製造方法について説明する
。まず、ＣＢＮ砥粒による砥石層２２を製造する。この場合、ＣＢＮの超砥粒１２と、ガ
ラス状カーボンのような物質（多孔質セラミックス１４ａよりも脆く、かつビトリファイ
ドボンド１６の焼成温度によっても消失しない物性を有する物質）１４ｂを充填した多孔
質セラミックス１４ａと、ビトリファイドボンド１６とが、予め設定された混合割合で混
練される。
【００１９】
　例えば、使用される多孔質セラミックス１４ａの量は、砥石層全体の５０容積％以下で
ある。また、混合に際し、ＣＢＮの超砥粒１２や多孔質セラミックス１４ａに対するビト
リファイドボンド１６の容量％が多過ぎると、隣接する多孔質セラミックス１４ａ間、多
孔質セラミックス１４ａと隣接する超砥粒１２との間で、結合剤のブリッジ（架橋部２０
）が形成されにくくなり、また、ＣＢＮの超砥粒１２に対して多孔質セラミックス１４ａ
の容積％が少な過ぎると、超砥粒１２の集中度が増加して研削抵抗が大きくなるので、こ
れらを考慮して上記混合割合が定められる。この混合物がリング状の砥石層２２に対応す
る空間を形成する図略の型枠に充填されて加圧成型される。
【００２０】
　次に、加圧成型されたリング状の砥石層２２が型枠から抜き出され、ビトリファイドボ
ンド１６の適正な焼成温度（例えば１，０００℃前後）で加熱焼成され、リング状の砥石
層２２が製造される。この際、ビトリファイドボンド１６は、加熱焼成時の融解により隣
接する超砥粒間等で架橋部（ブリッジ）２０および気孔１８を形成するが、多孔質セラミ
ックス１４ａの孔内には、ビトリファイドボンド１６の焼成温度では消失しないガラス状
カーボン等の物質１４ｂが充填されているため、ビトリファイドボンド１６の融解によっ
ても、ビトリファイドボンド１６が多孔質セラミックス１４ａの孔内に浸入することがな
い。その後、焼成された砥石層２２をコア２１の外周に接着剤を用いて固着させ、ビトリ
ファイドボンド砥石１０が完成する。
【００２１】
　このようにして製造されたビトリファイドボンド砥石１０は、骨材としての多孔質セラ
ミックス１４ａの粒径が、超砥粒１２の粒径と近い大きさであるので、多孔質セラミック
ス１４ａはビトリファイドボンド１６が形成する網目の核となって、隣接する多孔質セラ
ミックス１４ａ間で、あるいは隣接する超砥粒１２と多孔質セラミックス１４ａ間で架橋
部２０を効果的に形成する。これによって、ビトリファイドボンド砥石１０の構造上の強
化を図るとともに、超砥粒１２の脱落磨耗を防止して、ビトリファイドボンド砥石１０の
寿命を延ばすことができる。
【００２２】
　次に、本実施の形態におけるビトリファイドボンド砥石１０を使用した研削加工におけ
る作動について以下に説明する。まず、砥石台の砥石軸に上記のように製造したビトリフ
ァイドボンド砥石１０を固着し、砥石軸をモータにより駆動させてビトリファイドボンド
砥石１０を回転させる。また、図略の主軸台と心押台との間に支持したワークＷを主軸台
の主軸を回転させることにより軸線回りに回転させる。そして、砥石台をワークＷの軸線
方向に直角な方向から前進させて研削を行う。
【００２３】
　ビトリファイドボンド砥石１０の砥石層２２は、研削前においては、図２に示すように
、骨材１４と砥石外周表面（超砥粒１２の突き出し位置）とがほぼ同位置にあるが、骨材
１４は多孔質で脆性の高い多孔質セラミックス１４ａで構成されているので、研削時のワ
ークＷの表面との接触によりに破砕し、図３に示すように、ワークＷに対向して切り刃と
なっている超砥粒１２の前端位置より後退する。なお、多孔質セラミックス１４ａの孔内
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４ａより脆いので、研削時における多孔質セラミックス１４ａの破砕性を悪化することが
ない。
【００２４】
　このように、本実施の形態によれば、ビトリファイドボンド砥石１０の砥石層２２に骨
材１４を混入したので、超砥粒の砥粒間隔を大きくすることができ、研削抵抗を低減する
ことができる。しかも、骨材１４を、被研削材Ｗとの接触で破砕されやすい多孔質セラミ
ックス１４ａで構成したので、研削時に多孔質セラミックス１４ａが被研削材Ｗに触れる
と多孔質セラミックス１４ａが破砕し、切れ刃となっている砥粒の位置よりも後退するの
で、骨材１４と被研削材Ｗとの擦りによる発熱を抑制でき、研削焼けを防止することがで
きる。また、破砕された多孔質部分が、切り屑を保持して廃棄するチップポケットを形成
するとともに、冷却液の循環を促進するので、研削効率を向上させることができる。
【００２５】
　しかも、骨材１４としての多孔質セラミックス１４ａの孔内には、セラミックス１４ａ
より脆い物質１４ｂが充填されているので、砥石製造時に融解したビトリファイドボンド
１６が、多孔質セラミックス１４ａの孔内に浸入することがないので、多孔質セラミック
ス１４ａの孔内に浸入し、焼成後に硬化するビトリファイドボンド１６によって多孔質セ
ラミックス１４ａの破砕性が妨げられることがない。
【００２６】
　上記した実施の形態においては、多孔質セラミックス１４ａの孔内に充填する物質とし
て、ガラス状カーボンを例に説明したが、これに限定されるものではなく、骨組みとして
のセラミックス１４ａより脆く、かつビトリファイドボンド１６の焼成温度によって消失
しない物性を有する物質であれば、適宜選択して使用することができる。
【００２７】
　以上、本発明を実施の形態に即して説明したが、本発明は上記した実施の形態に記載さ
れた構成に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載した本発明の主旨を逸脱しな
い範囲内で種々の変形が可能である。
【符号の説明】
【００２８】
　１０…ビトリファイドボンド砥石、１２…超砥粒、１４…骨材、１４ａ…多孔質セラミ
ックス、１４ｂ…物質、１６…ビトリファイドボンド、Ｗ…被研削材。
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